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(57) Abstract

The invention relates to a component and to a method for
the production thereof, Said component is more particularly an
electronic component with a micro electronic chip and a carrier 1
which is produced by means of isothermal coagulation,

' 3
(57) Zusammenfassung m/—-

Die Erfindung betrifft ein Bauelement und ein Verfahren
zam Herstellen des Bauvelements, insbesondere eines elekironis-
chen Bauelements mit einem mikroelektronischen Chip und einem -
Triger, welches mit isothermer Erstarrang hergestellt ist, -

e,




